
図 2.ステージにリング装着して低速回転時のウェハ上下の液保持の図 

 

 

図 3.ウェハ上下に液体が保持できるスピン回転数 

 

 

(a)：低速回転 (b)：高速回転 

図 1. ステージ回転(低速・高速)でウェハ上に液体が保持している図。 
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 [背景と研究目的] 超小型デバイス生産システムミニマルファブ[1]は、装置が人サイズで、ウェハが非常に小さい
ことと、局所クリーン化が大きな特徴である。このことで有利なプロセスと不利なプロセスとがでてくる。たとえば、ウェハ
をスキャニングするプローブ技術では、面積が 300mm と較べて 1/1,000 のためにスキャニング時間つまりプロセス時
間が 1,000 倍になるため、非常に有利である。一方、ミニマルファブの、ウェットプロセスではウェハが直径 12.5mm と
小さいため、ウェハエッジの表面張力が強く働き、その強い表面張力を利用してウェハ表面に液体を保持したままウ
ェットプロセス処理が可能であり、省薬液になる。しかし、同時に、裏面の洗浄やエッチングが出来ないという課題が
有った。大口径ウェハでは、裏面への薬液の回り込みは遠心力で防げるが、直径 12.5mm のハーフインチウェハを用
いるミニマルファブでは、裏面への薬液の回り込みが無視できない。裏面を上にして洗浄すると、最初の表面が裏に
なるので、またその面が汚れてしまう。この課題に対し、ウェハを保持するウェハステージにリングを装着する事により、
ウェハ裏面空間に薬液を溜めることができ、このためにウェハ表面と裏面の表面張力が連動してウェハ上下の液体が
一体化保持され、同時両面洗浄が可能になることが分かった[2]。ところが表面張力が上がったことにより、ウェハ洗浄
薬液を超純水に置換するリンスが難しくなる問題がでてきた。

リンス効果を上げるために有限の大量の超純水を用いても、リ
ンス（薬液の水への置換）が完全にはできないという問題があ
った。今回、間欠的な超純水の使用によって、消費量を削減し
た効率的なリンス方法を開発したので報告する。 
［リンス方法と課題］ ミニマル装置では、ウェハが小さいため

にウェハ上の液をウェハステージ低速回転時で保持して（図１

(a)）、次にステージを高速回転(図１(b))で液を振り切ることを繰
り返し行う事により、少量の液で洗浄、リンスを行うことが出来る
[3]。しかし、ウェハステージにリングを装着して、ウェハ下面も洗
浄出来る新しい洗浄方法[2]では、ウェハ下面にも液が溜まるこ
とができるので、ウェハ両面に液を保持させることが出来るが、
ウェハ下面に溜まった液の排出が難しくなり、薬液を超純水でリ
ンスするには、大量の超純水と処理時間が長くなる。 
［リンス方法の改良と結果］ 図 2(a)のように、ウェハと薬液

吐出ヘッドの距離をまず 3mm にして実験した結果が図３(a)
である。ウェハ上面の液は、ウェハステージ回転 400rpmで液
が保持できなくなるが、ウェハ下面の液は800rpmまで液が保
持される。液の振り切り回転数は、ウェハ上下で差がありウェ
ハ上面は下面より早く乾燥してしまうために、ウォーターマー
クが発生しやすい。しかし、図 2(b)のように薬液吐出ヘッドと
ウェハ上面の距離を１.75mm にして、ウェハ下面とリングとの
距離を3mmの場合で実験した結果が図3(b)であるが、ウェハ
上下に溜まった液はウェハステージ回転数 800rpm で、ウェ
ハ上下ともに液がほぼ同時に排出される。つまり、薬液吐出ヘ
ッドの角とウェハ上面のエッジに働く表面張力とウェハステージ
に装着した PTFE リングの角とウェハ下面に働く表面張力が連
動してウェハ上下で一体化していた液が、ウェハステージの高
速回転で連動して排出されることが分かった。洗浄後のパー
ティクルを測定すると、ウェハ上面が 0.15μm≧11個(図 4(a))、
ウェハ下面は 38個(図 4(b))と良好な結果となった。 

[結論] ウェハ上面と下面の液体のリンス（置換）効率を、回
転数に対して同等にするには、表面上部のノズルとウェハの距
離を変えて、上部表面張力を制御してやれば良いことがわかった。 
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図 4.洗浄後のウェハ上下のパーティクル数 
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